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more than you expect .

Agenda 2 W/ ===

WURTH ELEKTRONIK

= 1. Entstehung von THR

= 2. Anforderungen an Bauteile und Grundmaterialien
= 3. Layout- und Schablonenvorschlage

= 4. Prozess und Stufen der Verarbeitung

= 5. Qualitatsansprtche nach IPC-A-610

= 6. Vorteile von THR

Quelle: Flyer BCF THR technology

= 7. Zusammenfassung

= 8. Fragerunde
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more than you expect .

Entstehung von THR

= Seit den 50er Jahren THT (Trough Hole Technologie)

= Seit den 80er Jahren auch immer mehr SMT
(Surface Mount Technology)

= Besonders bei Steckverbindern mussen
Steck- und Ziehkrafte beachtet werden

= Die Ldsung ist THR (Trough Hole Reflow)
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Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.68
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Anforderungen an Bautelle und i O
. . :wi—o-:
G ru n d m ate rl aI Ie n WURTH ELEKTRONIK

= Was muss an einem THR Bauteil geandert werden?

* Gehause (Form und Grundmaterial)
« Kontakte

L o

Quelle: Homepage 691701510004B

Quelle: Homepage 691311500103
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Anforderungen an Bauteile und

Grundmaterialien

= Der Kunststoff muss fir den hoheren Temperaturbereich geeignet sein

‘ ] .
JAP=. W g ey e

M

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.80

= Bevorzugt wird LCP-Kunststoff verwendet

* Hochtemperaturfest

« Dimensionsstabil (Rastertreu im Bestlickungsprozess)
* Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
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more than you expect .

Anforderungen an Bautelle und R
. . :“wi—o-c
Grundmaterlallen WURTH ELEKTRONIK

= Bei anderen Polymeren (z.B. PA9T) ist der Feuchtigkeitsgehalt im Zusammenhang mit
der thermischen Einwirkung im Reflow LOtprozess zu beachten

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.79
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Anforderungen an Bauteile und g
Grundmaterialien winm s

= Damit ein Bauteil THR-Kompatibel wird, sind auch Anderunaen an der Gehauseform notweniig

= Stifte sorgen fur den notigen Abstand zur Lotpaste (min. 0,3mm- besser 0,5mm)
= Koplanaritat kleiner als 0,15mm laut DIN EN 61760-3

= Ermadglichen einer Sichtprifung

= Luftfluss unter dem Gehéause

= Lotpastendepot unter dem Bauteil
Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.81 Quelle: Homepage 691311500103 / 691701510004B
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Anforderungen an Bauteile und g
Grundmaterialien winm s

Durch den Luftstrom wird die Warme an die Lotstelle transportiert, das Bauteil wird meist nicht
komplett durcherwarmt

Quelle: Homepage 6917015000048 Quelle: https://katalog.we-online.de/de/em/WP-THRBU_THROUGH-HOLE

= Dadurch lassen sich auch Bauteile mit groRem Volumen im Reflow Prozess l6ten
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Anforderungen an Bauteile und g
Grundmaterialien winm s

= Verkurzte Kontakte fur THR

= Was féllt bei dem folgenden Beispiel auf? B l_j
« Bei einem zu kurzem Pin ist die mechanische
Stabilitat nicht gegeben :
« Laut DIN EN 61760-3 sollte der Pin
min. 0,5mm Uberstehen (ist nicht zwingend) 1

 Enden die Pins in der PCB ist der Ersteller fur die
optische Prufung verantwortlich

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.84

 |PC-A-610D wird evtl. nicht erflillt
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Anforderungen an das Produkt und WE=:
dessen Grundmaterialien / Kontakte i ok

= Ein kleiner Ausflug in die IPC-A-610 und die 3 generellen Klassen fur elektronische Produkte

= Klasse 1: Allgemeine Elektronikprodukte
« Keine erh6hten Anforderungen an die Funktion

= Klasse 2: Elektronikprodukte mit erh6éhten Ansprichen
* Produkte mit standiger Funktionsfahigkeit
* Unterbrechungen im Betrieb sind nicht erwiinscht, aber nicht kritisch
* Keine besonderen Umgebungsbedingungen

= Klasse 3: Hochleistungselektronik
* Produkte mit standiger Funktion / Verfugbarkeit
* Unterbrechungen sind nicht erwtinscht und auch kritisch
* AuRRergewdhnliche Umgebungsbedingungen

Quelle: Marketing
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Anforderungen an Bauteile und g
Grundmaterialien winm s

= Verklrzte Kontakte fur THR

—
= Was fallt bei dem folgenden Beispiel auf? ,—j
» Bei zu langen Pins kann die Lotpaste durch-
geschoben werden | —
* Lotperienbildung I | [
&

Eine Sichtprifung schwierig / unmdaglich

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.85

Bei WE 2,6mm Pinlange
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more than you expect .

Layout- und Schablonenvorschlage W=

WURTH ELEKTRONIK

= Folgende Punkte werden fiur das Layout und die Schablonenberechnung benotigt:

Quelle: Flyer BCF THR_technology
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Layout- und Schablonenvorschlage WE -

WURTH ELEKTRONIK

= Layoutvorschlag und Volumenberechnung der Durchkontaktierung

- Das Volumen des Bestluckungslochs wird mit
Vpcbh=m % x Tbh berechnet

 Tb: Platinendicke

« Dh: Bestickungslochdurchmesser = Pindurchmesser
+ 0,3mm bei rundem Pin
+ 0,25mm bei rechteckigem Pin

« Dsp: Lotpad Durchmesser = Dh (+0,6 bis 0,8mm)

Th

Quelle: Definition of the stencil design for our THR WE France
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Layout- und Schablonenvorschlage W=

= Volumenberechnung des Pins

« Vpin = 11 X Pinradius? x Platinendicke

- Fir runde Pins: Pinradius= TP

« Fdr eckige Pins: Pinradius= /%

'l @
x>
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=~ Pin Volume

Quelle: Definition of the stencil design for our THR WE France
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Layout- und Schablonenvorschlage W=

WURTH ELEKTRONIK

= Volumenberechnung des Lotmeniskus mit der Pappus-Guldin Formel

Vmeniskus = 0,215 x C2 x (0,2334 x C + Pinradius) x 2 1r Wp

S | Pin Volume
. .. . Wp -
Fir runde Pins: Pinradius= == ‘ I Wp

Fur eckige Pins: Pinradius= /% - I A
“—>

B

__ Lotpaddurchmesser —Pindurchmesser

C=
2

Quelle: Definition of the stencil design for our THR WE France
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more than you expect .

Layout- und Schablonenvorschlage W=

WURTH ELEKTRONIK

= Berechnung des Lotpastenvolumens und der Schablonen6ffnung

= Volumen der Lotpaste = Vlotpaste= (2x Vmeniskus + Vpcb — Vpin) x 2

Volume stencil aperture
= Das Gesamtvolumen wird x 2 genommen da gangige Lotpasten
zu 50% einen metallischen Anteil haben Quelle: Definition of the stencil design for our THR WE France

Viotpaste : S5 po 8 }

Ts (Schablonenhdhe) 800/ Of PTH
0

filled
.t

= Schablonendffnung (mm?) =

= Pasteim Loch beachten (variiert je nach Durchmesser und
Schablonenhdhe, Bsp. ist bei 150um Hohe)

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.101
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Layout- und Schablonenvorschlage W=

WURTH ELEKTRONIK

= Berechnung der Schablonen6ffnung

Schablonendf fnung in mm?

Durchmesser fur eine runde Offnung :ZX\/ -

« Seiten bei einer quadratischen Offnung =Schablonenédf fnung (in mm?)%°

* Wenn eine Seite vorgegeben ist,
Schablonenéf fnung in mm? durch diese Seite teilen

=31 Volume stencil aperture

. BSp. mit 19,62mm2 Schablonenc’)’ffnung: Quelle: Definition of the stencil design for our THR WE France

4.43mm
4.36mm

4,43mm 4,50mm
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Layout- und Schablonenvorschlage WE -

WURTH ELEKTRONIK

= Volumenberechnung Lotpaste

= Freies xls.Berechnungstool
auf Anfrage

THR (trough hole reflow) stencil calculation

Fill in yellow fields

for circular pin for rectangular pin
solder pad diameter 2,00 [mm] solder pad diameter 2,00 [mm]
plated hole diameter 1,20 [mm] plated hole diameter 1,20 [mm]
pin diameter 0,60 [mm] pin width 0,90 [mm]
board thickness 1,60 [mm] pin length 0,90 [mm]
paste reduction factor 0,50 board thickness 1,60 [mm]
stencil thickness 0,20 [mm] paste reduction factor 0,50
stencil thickness 0,20 [mm]
V i 0,45 [mm’] Vi 1,30 [mm?]
V hole 1.81 [mmzl V hole 1.81 [mm?-]
V fitlets 0,60 [mm’] V fiets 0,40 [mm®]
Vol 1,96 [mm’] V toma 0,92 [mm’]
V paste 3,92 [mm’] V paste 1,4 [mm’]

if rectangular: enter first plain -

if rectangular: enter first plain

Quielle: Stencil calculator WE
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more than you expect .

Layout- und Schablonenvorschlage W=

WURTH ELEKTRONIK

= Typische Schablonendffnungen
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more than you expect .

Prozess und Stufen der Verarbeitung W=

WURTH ELEKTRONIK

= Der Fertigungsprozess Pastendruck Pick-and-Place Reflowofen

*  Wie bei einem SMD Bauteill
* Vollautomatische Bestlickung
* Lotung im Reflowofen

Inspektion Manuelle Platzierung Abnahme/
Reinigung

— g
' Quelle: Marketing
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Prozess und Stufen der Verarbeitung

= Sjebdruck / Pastendruck

Positioning of the stencil

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.93

Positioning of the component

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.87
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Applying of the solder paste

Reflow soldering

Solder paste fills the stencil’s aperfure

Component soldered
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Prozess und Stufen der Verarbeitung WE=

WURTH ELEKTRONIK

= Pick and Place

[

~y
Autuomy A De (Bt

im Bn mm

ﬁ\t

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.99

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.87
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more than you expect .

Prozess und Stufen der Verarbeitung “WE—>

WURTH ELEKTRONIK

= Pick and Place

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.97 Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.98
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Prozess und Stufen der Verarbeitung

= Reflowofen / ggf. Reinigung

WE—-

WURTH ELEKTRONIK

more than you expect .

Profile Feature Pb-Free Assembly
Average Ramp-Up Rate (TS-ux to Tp) 3C/second max.
Preheat
Tp o . Temperature Min (TSmn) 150C
| - Temperature Max (TSvax) g?(}w
- Time (tSeun 10 tSmax) 180 seconds
R R
ﬂ T Time maintained above:
L - Temperature (TL) 217C
| Tsmax [Preheat Ares | l - Time (1) 80-150 seconds
koot ! _____ B L LR ey Peak/Classification Temperature (Tp) See Table 2
Time within 5C of actual Peak Temperature (tp) 20-3 0 seconds (WE-GF/WE-LAN: 10 s; Tp=245%C)
T,min Ramp-Down Rate 8T / sec max.
* Time 25T to Peak Temperature 8 minutes max.
& ts Table 2 Package Classification Reflow Temperature
Package Volume mm? Volume mm? Volume mm?’
Thickness _ <% 360 - 2000 22000
25°C <1.6 mm 260 +0°C* 260 +0 °C * 260+0°C*
L—Tlme 25°C to Peak 16 mm-25mm 260 v0°C* 2500 °C* 285 0°C"
Time = 22 5 mm 260 +0°C* 245 +0°C* 245 «0°C*
refae 0 IPCTEDEC J-STDOXD
refar 3 IPCTEDEC F-STDOXND
22.06.2021 | Public | Inhouse Seminar | THR Technology 27
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Prozess und Stufen der Verarbeitung “WE—

WURTH ELEKTRONIK

= Reflowofen / ggf. Reinigung

-
v
s
2
3
i
¢ —1ma
s
-

L) 400 450 Sy
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Prozess und Stufen der Verarbeitung “WE—>

WURTH ELEKTRONIK

=  Priufung

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.104
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den ersten Blick

* Fur Bohrungen ohne Durchkontaktierung ‘

Anforderung |Klasse 1l Klasse 2 Klasse 3

Pad auf der Unterseite 270°

Meniskus und
Benetzung von 270° 270° 330° ‘
Pad und Pin

Benetzte Flache 75% 7504 7504 Pad auf der Unterseite 330
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Qualitatsanspruche nach IPC-A-610

= Lotqualitat auf den ersten Blick

« Fdr Bohrungen mit Plating

Anforderung Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

270° 270° 330°
(Soulder source) (Soulder source) (Soulder source)
Benetzung von 0° 0° 0°
AU Flln (Solder (Solder (Solder
destination Pad) destination Pad) destination Pad)
Fullgrad Nicht definiert 75% 75%
22.06.2021 | Public | Inhouse Seminar | THR Technology
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100%
filled

i i
e
,
) Il
- 75%
, [fiiled

Quelle: Trilogie der Steckver

O,

Solder source 270°

binder Bild 2.103

©

Solder source 330°
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick

» Die Durchkontaktierung muss zu mindestens 75% gefullt sein

100%
filled

173%
filled

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.103
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more than you expect .

Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick

= Sind die folgenden Beispiele IPC konform?

Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.104 Quelle: Trilogie der Steckverbinder Bild 2.105
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick

)

A

// —

"
,_;;—?:’\
—
s

\

LN

\
|

A

Quelle: Red Cube PM
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick
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Qualitatsanspriche nach IPC-A-610 WE=-

WURTH ELEKTRONIK

= Lotqualitat auf den zweiten Blick
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Vortelle von THR WE -

WURTH ELEKTRONIK

Modular Jack
= Mechanische Festigkeit wie THT | horizontal
= Einfache Verarbeitung wie SMD shielded
= Nur ein Létdurchgang — erhéht die Haltbarkeit der Bauteile A
= Prozessicher G

= Einsparung 2. Fertigungsschritt
= Zeiteinsparung

) Type A USB 2.0 o hori-zontal
= Schnellere Auslieferung zum Kunde " vertical
Q USB 3.0 u 3 offsets
= stacked
Type B | USB 2.0 | = horizontal
= Bauteilpreis hdher '
= THR Layout | |
. Type C USB 3.1 = horizontal
= Prifung m
Quelle: Flyer BCF THR_technology Quelle: Flyer BCF THR_technology
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Zusammenfassung Tt

WURTH ELEKTRONIK

= Gehauseform und Material beachten

REDCUBE THR Modular Jack

= Pins sind kiirzer Up o 508 / up o 854 it
M3 MA NS shialded
Thread LEDs yellow & green
= Kombiniert die Vorteile von Technologien (SMT / THT) ' " é
= Wird im reflow Prozess gelotet b sl | wais
Fuse 5 x 20 - cap ‘ .
= Der Fertigungsprozess kann optimiert werden e —
210 12 poles
Horizontad / Vertical " . ' &
= Spart Zeit und somit Geld Funges Type usa 3

Open Chosad

Quelle: Flyer BCF THR_technology
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= horzontal
» vertical

= Jofisets
» slacked

* horizontal

# horizontal
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Fragen

& Antworten

Wir sind jetzt fur Sie da. Fragen Sie uns direkt im Chat
oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

eiSos-webinar@we-online.com

Goetz.Schattmann@we-online.de
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